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Abstract (en)
The microwave element has a pan shaped rectangular housing A1U with several coupled wall sections A3-70. Several internal gaps are provided
for the associated conductors. A cover A8U, fabricated from a magnetic material, is provided to enclose the housing. Contained within the housing
there are several stacked discs, such as ferrite discs A9,11U, an external conducting copper foil A12U, and a first pole disc A13U of a magnetically
conductive material. There is also a thermal flux ring A14U, a second pole disc A15U, a permanent magnet A16U and a spring disc A170.

Abstract (de)
Beschrieben wird ein Mikrowellen-Bauelement mit einem im wesentlichen wannenférmigen Gehé&useteil aus einem Bodenabschnitt und wenigstens
einem am Umfang des Bodenabschnitts sich anschlieBenden Wandabschnitt und mit einem Deckelteil, wobei Gehauseteil und Deckelteil einen
Innenraum umschlieB3en, in dem eine Anzahl im wesentlichen scheibenférmiger Bauteile stapelférmig zwischen Bodenabschnitt und Deckelteil
angeordnet sind. Dadurch, daB das Gehauseteil einerseits und das Deckelteil andererseits je einstiickig spanlos aus magnetisch leitendem
Werkstoff geformt sind, das Deckelteil mit dem Gehé&useteil unmittelbar form- und kraftschliissig verbunden ist, und angrenzend an die stapelférmige
Anordnung der Bauteile in wenigstens nahezu der gesamten Hohe des Innenraums zwischen Bodenabschnitt und Deckelteil wenigstens ein
magnetisch nichtleitendes Abstandselement angeordnet ist zum formschliissigen Ausfiillen eines Zwischenraumes zwischen der stapelférmigen
Anordnung der Bauteile und dem bzw. den Wandabschnitt(en) entlang wenigstens eines Teils derjenigen Abmessung des Wandabschnitts bzw. der
Wandabschnitte, die sich zumindest im wesentlichen in Richtung des Umfangs des Bodenabschnitts erstreckt, wird ein Mikrowellen-Bauelement
geschaffen, das eine kostengliinstige Fertigung ohne EinbuBen in den Betriebseigenschaften ermdéglicht. <IMAGE>
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